激光器及激光加工设备发展状况及趋势分析

激光原理早在1917年已被著名的美国物理学家爱因斯坦发现，但直到1960年激光才被首次成功制造。激光可使人们有效地利用前所未有的先进方法和手段，去获得空前的效益和成果，从而促进了生产力的发展。

　　关键词：

　　激光原理早在1917年已被著名的美国物理学家爱因斯坦发现，但直到1960年激光才被首次成功制造。激光是在有理论准备和生产实践迫切需要的背景下应运而生的，它一问世，就获得了异乎寻常的飞快发展，激光的发展不仅使古老的光学科学和光学技术获得了新生，而且导致整个一门新兴产业的出现。激光可使人们有效地利用前所未有的先进方法和手段，去获得空前的效益和成果，从而促进了生产力的发展。

　　一、激光器发展状况分析
　　早期的固体激光器是利用受激辐射原理使光在某些受激发的物质中放大或振荡发射的器件，用光、电及其他办法对物质进行激励，使得其中一部分粒子激发到能量较高的状态，当这种状态的粒子数大于能量较低状态的粒子数时，由于受激辐射，物质就能对某一波长的光辐射产生放大作用，也就是这种波长的光辐射通过物质时，会发射强度放大并与入射光波位、频率和方向一致的光辐射，这种装置称为激光放大器。若把激发的物质放置于共振腔内，光辐射在共振腔内沿轴线方向往复反射传播，多次通过物质，光辐射被放大许多倍，形成一束强度大、方向集中的光束“激光”，这就是激光振荡器。

　　上世纪八十年代后期，由于半导体技术的成熟，使得激光二极管泵浦的固体激光器(DPSSL)发展迅速，DPSSL再加入KTP、LBO、BBO等非线性光学晶体，可以实现可见光及紫外波长的输出，DPSSL已经成为固体激光器的重要研究与发展对象，成为国际上竞相研究的热点之一。

　　半导体激光器通常由多个半导体激光发光单元通过一维阵列（巴条）或多维阵列（stack）叠加而成，目前中国的半导体激光器市场规模还是比较小，OFweek行研究中心分析师叶启东预计今年中国的半导体激光器市场将比2013年增长20%。另一方面，处于现实因素考量，国内市场的推广难度也比国外困难许多。同时，国外客户产品都比较高端，而由于半导体技术及工艺要求非常高，特别是在芯片及封装领域，国内企业产品与国外还有一定的差距。所以，目前部分国内企业在不断的向自主研发芯片及封装技术发展，不仅在价格上具有领先优势，还不断的缩小与国外产品的技术工艺差距。

　　自从光纤激光器问世后，高功率光纤激光器成为激光领域最为活跃的研究方向之一。随着新型泵浦技术的采用和大功率半导体激光器制造工业的进一步发展成熟，光纤激光器得到了飞速发展。与传统的固体激光器相比，高功率光纤激光器具有结构简单、阈值低、散热性能好、转换效率高、光束质量好等优点。目前，受到广大科研工作和产业界专家们的极大关注。

　　叶启东预计2014年中国光纤激光器市场规模将比2013年增长31.73%，低功率光纤激光器产量将超过30000台。其一是光纤激光器在逐渐蚕食固体和二氧化碳激光器的市场份额，其二是光纤激光器也在逐渐开辟新的应用领域，其三是进入光纤激光器领域的企业越来越多。

　　2013年度，全球激光器市场的销售额相比2012年增长了8.91%，但是仍低于上一年的预测数据增长11.6%，主要是因为光存储市场的增长疲软，其次，光刻、科研、军事激光器市场销售的增长缓慢。预计2014年全球激光器市场销售额较2013年会增长7.9%。


　　二、激光加工设备发展状况分析
　　世界第一台CO2激光切割机是二十世纪七十年代的诞生的。40多年来，由于应用领域的不断扩大，CO2激光切割机不断改进，国际国内已有多家企业从事生产各种CO2激光切割机以满足市场的需求，有二维平板切割机、三维空间曲线切割机、管子切割机等。

　　但是由于CO2激光加工和维护成本较高，相比于光纤激光器、全固态激光器和半导体激光器的加工应用劣势越来越明显，今年全球的CO2激光加工设备销售规模相比于2013年有所降低。

　　YAG激光切割机是最早的激光切割设备，技术发展的也很成熟，造价和成本都很有优势，在中小型企业的得到了很好的运用。目前国产1-3kW全固体激光器完全能够使用于1-5mm不锈钢材料的焊接，焊接后焊缝各项力学指标均达到或高于母材性能，且得到的焊缝成型美观，无宏观缺陷气孔和裂纹出现。

　　把光纤激光器与工业机器人技术结合起来进行激光加工是现代化工业发展的一个必然趋势。工业机器人具有优秀的空间作业能力、加工范围大、可实现运动路径的在线/离线编程控制等。光纤激光器具有光束质量高、柔性传输、性能稳定等优势，可进行多种材料的切割、打孔、焊接、表面硬化合金化处理等。

　　近几年来，大功率光纤激光加工设备发展速度惊人。以大族激光为例，2013年大族激光大功率激光加工设备增长70%，预计2014年大功率光纤激光切割机增长将超过30%，出货量超过600台。

　　三、发展趋势分析
　　过去10年光纤激光技术在输出功率、光束质量和亮度等方面取得了巨大进步。因为光纤激光器的高效率会进一步降低电功率需求，在工业制造方面有进一步突破，而这些新的制造技术会引发更多的目前尚未实现或等待开发的新设计和加工方法。

　　从近几年国内企业中低率光纤激光器发展来看，未来光纤激光器势必将向大功率方向发展，2000W---4000W高功率光纤激光器将会成为制造业的主流设备之一。

　　与此同时，从我国电子产业集成电路，印刷电路等一些技术含量较高的产品的增长趋势来看，电子产品领域的自主创新能力在不断加强，而精密激光制造与服务在该领域有广阔的市场空间，SMT模板等产品广泛采用精密激光制造与服务已经是发展趋势，因此叶启东认为由于短波长、短脉宽在激光精密加工领域具有更好的效果，因此未来国内光纤激光器除了向高功率光纤激光器发展之外，还将朝着短波长、短脉冲方向发展。

　　激光器的另一个不得不提的发展趋势是直接半导体激光器，2014年慕尼黑光博会现场，武汉锐科激光除了展示其光纤激光器产品外，也推出了一款1000W直接半导体激光器，该1000W直接半导体激光器电光转换效率高达50%，主要应用于金属材料表面处理、熔覆、除漆、锡焊金属及塑料焊接等领域。同时，据叶启东分析，深圳的创鑫激光目前也已经在开展直接半导体激光器相关的技术研发，预计近期或将会推出相关的产品。

　　在激光加工设备方面，近两年来中国激光厂商逐渐重视下游应用产业的开发，不断的研制新技术、新工艺，使激光能够应用在更多的材料上。同时，传统应用对激光设备的需求也在不断的增加，因此未来中国工业激光总产值还将保持较高的增长速度，同时叶启东还预计大功率激光焊接设备的发展更具有潜力。

